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Автоматизация этапа корпусирования при проектировании ИС 
Для этапа корпусирования необходима разработка и формализация следующих входных данных, которые разработчики ИС получают с применением CALS технологий:
- библиотеки корпусов;

- правил или ограничений для различных типов корпусов;

- технологических параметров производства ИС, корпуса и элементов монтажа.
Помимо входных данных для этапа корпусирования существуют различные требования и рекомендации, которые содержат методики проектирования и моделирования. В частности, проблема замыканий линий связи проводного монтажа при заливке диэлектрическим раствором частично решается исключением контактных площадок в углах кристалла. Кроме того, используется смещение контактных площадок, при наличии нескольких рядов выводов для выравнивания расстояния между линиями связи. В случае очень плотного монтажа, необходимо 3D моделирование и диагностика тепловыделения.   
Исследования по разработке средств корпусирования ИС для современных технологий проводятся при поддержке корпорации Philips Semiconductors, Inc. Была реализована поддержка средствами корпусирования возможностей 130нм, 90нм, 65нм КМОП технологий изготовления кристаллов, а также технологий изготовления корпуса. 
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Переход на субмикронные технологии увеличивает сложность автоматизированного проектирования СБИС. Относительно этапа корпусирования,  необходимо выполнение все более жестких ограничений на размеры и планирование периферии кристалла, контактов корпуса и элементов монтажа. Таким образом, этап корпусирования является частью физического проектирования кристалла, на котором должны быть выполнены критерии качества и технологичности.
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